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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Datentragerkarte und Verfahren zu deren Herstellung 

(57) Eine Datentragerkarte wird aus einer minimierten Anzah) 
von Einzelteilen bzw. Fertigungsschritten zusammengesetzt 
und besteht aus einem fl achigen spritzgegossenem Kunst - 
stoff kartenkorper mit mindestens einer Vertiefung und drei- 
dTrriensionaien darauf aufg^brachten J^iterfeatuian. Ein Chip 
wird in NacktmontageTTn "Her Vertiefung montiert und 
kontaktiert. Die Schutzschicht gegen mechanischen oder 
korrosiven Angriff wird beispielsweise durch eine Kunst- 
stoffabdeckmasse dargesteilt. 
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Beschreib, 


Die Erfindung betrifft eine flachig ausgebildete Da- 
tentragerkarte mit mindestens einem Chip, der auf der 
Karte montiert ist und mit mehreren auf der Karte vor- 
handenen Leiterbahnen elektrisch verbunden ist, die ei- 
ne Kontaktierung von der Datentragerkarte nach au- 
Ben hin ermoglichen. 

Im Stand der Technik sind eine Vielzahl von transpor- 
tablen Halbleiterspeicher- und verarbeitungsmedien 
bekannt Der Aufbau und die Ausstattung mit unter- 
schiedlichen Chips ist vielfaltig. Die bekannten Chipkar- 
ten bestehen ublicherweise aus einem Modul und einem 
Kartenrohling, der eine Vertiefung aufweist, in die ein 
Modul eingesetzt wird. Jedes Modul besteht aus einem 
Trager, beispielsweise aus Glas/Epoxi-Material, aus la- 
miniertem Epoxid oder aus Polyester, wobei Trager 
Goldkontakte und der Halbleiterchip gegeniiberliegend 
montiert und miteinander kontaktiert sind. 

Weitere Ausfuhrungen von Datentragerkarten bein- 
halten einen Trager, z. B. eine Leiterplatte, der mit ir- 
gendeinem Halbleiterchip belegt ist. Der Chip kann auf 
irgendeine Art und Weise an dem Trager befestigt und 
verschaltet sein. Diese ebenfalls als IC-Modui bezeich- 
nete Einheit wird, wie oben beschrieben, in einen Kar- 
tenkorper eingebaut, wodurch die Datentragerkarte 
entsteht. 

Ein mit der Zeit zunehmend wichtiger Nachteil be- 
steht in der Verwendung eines Tragers. Dieses erfordert 
eine bestimmte Anzahl von Verarbeitungsschritten bei 
der Fertigung, sowie Material, verbunden mit entspre- 
chenden Kosten. 

Eine Chipkarte aus dem Stand der Technik wird bei- 
spielsweise in der amerikanischen Patentschrift US- 
5,289,349 beschrieben. 

Des weiteren ist im Stand der Technik die Ausbildung 
von dreidimensionalen Leiterplatten bzw. von dreidi- 
mensional ausgebildeten Leiterbahnen oder insbeson- 
dere die MID-Technik bekannt. MID ist die Abkurzung 
fur Molded Interconnect Device (spritzgegossene ver- 
schaltete Vorrichtung). Derartige Vorrichtungen wer- 
den in der Regel aus Thermoplasten, insbesondere 
hochtemperaturbestandigen Thermoplasten, herge- 
stellt, auf die durch verschiedene Verfahren dreidimen- 
sionale Leiterstrukturen aufgebracht werden. Der Be- 
griff dreidimensional bedeutet in diesem Zusammen- 
hang, daB die Leiterbahnen nicht nur in einer Ebene 
verlaufen, sondern sich auch in die dritte raumliche Di- 
mension erstrecken. In diesem Zusammenhang sind 
zwei Artikel zu nennen. "Dreidimensionale Leiterplat- 
ten", H. Schaaf, Faller und Zwick; Feinwerktechnik und 
MeBtechnik 97 (1989) 5; Carl Hanser Verlag Munchen 
1989; High Temperature Thermoplastic Substrate ha- 
ving a Vaccuum Deposited Solderable Electrical Con- 
ductor; D. W. Dorinski; Motorola Technical Develop- 
ments; Vol. 13 (1991) Juli, Schaumburg, Illinois, USA). 

Zur MID-Technik ist allgemein zu sagen, daB stanuar- 
disierte Aufbau- und Verbindungskomponenten fur den 
Zusammenbau elektronischer Gerate die Nutzung vie- 
ler Einsatzmoglichkeiten der Mikroelektronik behin- 
dern. Lange Signalverbindungswege begrenzen die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit. Mit der MID-Technik 
ist eine weitere Miniaturisierung von elektronischen 
Geraten moglich. In dreidimensionalen Kunststoffteile 
mit strukturierter Metallisierung sind mehrere mechani- 
sche und elektrische Funktionen integrierbar. Die Ge- 
hausetragerfunktion kann gleichzeitig Fuhrungen und 
Schnappverbindungen mitbeinhalten, wahrend die Me- 


:h^^^ktromagnetische Abschirmung, 


tallisierungsschicr 

Warmeabfuhr, ell^P^he Verdrahtung und Verbin- 
dungsfunktion erfullt. Eine allgemeine Ubersicht uber 
diese Technik bietet der Artikel "Integration mit SIL- 
5 Technik"; Luc Boone, . . .; Siemens-Zeitschrift Special, 
FuE, Herbst 1992, Seite 4 bis 9. 

Weitere Literaturstellen zur Herstellung dreidimen- 
sionaler Leiterbahnstrukturen sind beispielsweise die 
deutsche Offenlegungsschrift DE 37 32 249, die europa- 
io ischen Patentanmeldungen EP 0 645 953 und 
EP0 647 089. 

Wie bereits angedeutet, besteht ein wesentlicher 
Nachteil bei der Herstellung einer Datentragerkarte mit 
einem Chip darin, daB ein Zwischenschritt uber den Ein- 
15 satz eines, Tragers beispielsweise aus Metall oder ande- 
ren Leiterplattenmaterialien, notwendig ist. Somit wird 
im Stand der Technik bisher durchweg der Einbau eines 
Chips mit einem Chiptrager, wodurch ein Modul gebil- 
det wird, daB in einen kartenformigen Kunststoffkorper 

20 zur Herstellung einer Datentragerkarte beschrieben. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Da- 
tentragerkarte zu schaffen, die aus einer geringen An- 
zahl von Einzelteilen zusammengebaut und mit wenigen 
Verfahrensschritten kostengiinstig herstellbar ist. 

25 Die Losung dieser Aufgabe geschieht durch die 
Merkmale des Anspruches 1 bzw. des Anspruches 9. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB ein 
kartenformiger Kunststoffkorper kostengiinstig und 
von hoher Qualitat herstellbar ist, der dreidimensional 

30 ausgebildete Leiterbahnen aufweist. Diese Leiterbah- 
nen dienen einerseits zur Kontaktierung in Richtung 
Chip und andererseits zur Kontaktierung in Richtung 
eines Datenverarbeitungsgerates, also von der Daten- 
tragerkarte nach auBen hin. Die Verwendung eines der- 

35 artigen in MID-Technik hergestellten kartenformigen 
Kunststoffkorpers mit entsprechenden Leiterbahnen 
ermoghcht den Einbau eines Chips in Nacktchipmonta- 
ge. Hierzu ist auf dem Kunststoffkorper eine Vertiefung 
vorgesehen, in der der Chip auf den Kunststoffkorper 

40 montiert und mit den Leiterbahnen kontaktiert wird 
und vollstandig in der Vertiefung versenkt ist 

Als Kunststoff konnen insbesondere hochtempera- 
turbestandige Thermoplaste als Alternative zu kupfer- 
kaschierten SchichtpreBstoffen verwendet werden. We- 

45 sentlich ist, daB die Leiterbahnen in der Hohe variabel 
ausfuhrbar sind, so daB sie der Kontur des gespritzten 
Kartenkorpers auch entlang der Vertiefung oberflach- 
lich oder verdeclct folgen konnen. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen konnen den Unteran- 

50 spriichen entnommen werden. 

Im folgenden wird anhand einer schematischen Figur 
ein Ausfuhrungsbeispiel beschrieben. 

Die Figur zeigt schematisch eine Datentragerkarte 
bestehend aus einem Chip 1 und einem aus Kunststoff 

55 bestehenden Kartenkorper 5. Der Kartenkorper 5 weist 
nach auBen hin offene Leiterbahnen 3 auf, die beispiels- 
weise in einem HeiBprageverfahren aufgebracht wur- 
den. Der Chip 1 ist mittels des Klebstoffes 4 auf dem 
Kartenkorper 5 befestigt. Die elektrischen Kontaktie- 

60 rungen werden durch die Bonddrahte 2 sichergestellt. 
Es muB bemerkt werden, daB hierzu auch die Flip-Chip- 
Technik einsetzbar ist. Die Vertiefung 6 weist eine late- 
rale Ausdehnung auf, die geringfiigig groBer ist als der 
Chips 1. An den beiden Langsseiten des Kartenkorpers 

65 5 ist die Vertiefung durch seitliche Rander begrenzt. Die 
Leiterbahnen 3 verlaufen in diesem Fall unter dem Chip 
t hindurch, so daB beispielsweise eine Kontaktierung 
der Datentragerkarte zu zwei Seiten hin moglich ware. 
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Der Abstand 7 der Leiterbahnen^J|i der Oberflache 
des Kartenkorpers 5 ist bedingt durch das Herstellungs- 
verfahren. 

Bei der Montage mehrerer Chips 1 auf einem Karten- 
korper konnen diese beispielsweise in einer einzigen 5 
Vertiefung 6 untergebracht werden. Die in diesem Fall 
unter den verschiedenen Chips 1 verlaufenden Leiter- 
bahnen 3 stellen dann ein Bussystem dar. Andererseits 
konnte fur jeden Chip eine einzelne Vertiefung vorgese- 
hen sein. i° 

Der Chip 1 ist entsprechend der Figur in Nacktchip- 
montage aufgesetzt worden. Das bedeutet, daB der Chip 
1 keine Plastikumhullung aufweist. Die elektrische Kon- 
taktierung geschieht beispielsweise in einem Bondauto- 
maten. Die in der Figur nicht dargestellte Schutzschicht 15 
fur den Chip bzw. fur Teile der Leiterbahnen 3 und 
insbesondere fur die Bonddrahte 2 kann in Form einer 
Kunststoffabdeckung (Globe Top) durch Aufbringen ei- 
nes Tropfens Kunststoff geschehen bzw. durch eine auf- 
wendigere Laminierung oder durch einen den Kunst- 20 
stoffkorper 5 teilweise oder volistandig abdeckenden 
Deckel. 

Die Ausbildung der Leiterbahnen 3 an den Schrnalsei- 
ten der Datentragerkarte konnen ebenfalls variabel ge- 
staltet sein. Bei der Ausbildung galvanischer Kontakte 25 
ist auf die korrespondierende Positionierung relativ zu 
der Auslegung des Datenlesegerates zu achten. Eine 
kontaktlose Obertragung ist auch denkbar. Fur diesen 
Fall wurden jedoch die Leiterbahnen anders gefuhrt 
und es wurde an einer bevorzugten Stelle des Karten- 30 
korpers 5 ein Obertragungselement vorgesehen sein, 
das ebenfalls in MID-Technik herstellbar ist. 

Durch den Einsatz der MID-Technik zum Aufbringen 
von Leiterbahnen direkt auf den Kunststoffkartenkor- 
per 5 in Verbindung mit einem direkt auf den Karten- 35 
korper 5 montierten Chip 1 konnen wesentliche Einspa- 
rungen an Material und an ProzeBschritten erzielt wer- 
den. 

Die Herstellung der Leiterbahnen 3 kann beispiels- 
weise auch in einem SIL-Verfahren geschehen. Dieses 40 
ist ein Verfahren zur Herstellung von SpritzgieBteilen 
mit integrierten Leiterzugen, wie das MID- Verfahren, 
wobei die Strukturierung durch einen Laser geschieht- 
Zum Einsatz kommen hochwertige Thermoplaste, wie 
beispielsweise ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Diese 45 
mussen zum SpritzgieBen von dreidimensionalen, d. h. 
raumlich geformten Teilen geeignet sein und sie sind 
allgemein Basis fur die MID-Technik. Diese Kunststoffe 
weisen gute mechanische, thermische, chemische, elek- 
trische und umwelttechnische Eigenschaften auf. Sie 50 
uberstehen beispielsweise nachfolgende Lotprozesse 
ohne Defekte. Eine weitere Gruppe von Kunststoffen, 
die mehrere Vorteile wie leichte Spritzbarkeit, Eignung 
zum Loten, geringe Kosten, marktgangiger Kunststoff 
und allgemein ausreichende physikalische Eigenschaf- 55 
ten auf sich vereinen, sind beispielsweise die PPS (Poly- 
Phenylen-Sulfid). Dariiber hinaus waren zu nennen i-dU 
(Polysulfon), PES (Polyethersulfon), PEI (Polyetherimid) 
Oder PEK, PEEK (Polyether-Etherketon). 

ErfindungsgemaB wird eine Nacktchipmontage vor- 60 
genommen, wobei die Leiterbahnen 3 auf der gleichen 
Seite wie der Chip t positioniert sind, wie es in der Figur 
dargestellt wird. Es besteht auch die Moglichkeit Durch- 
kontaktierungen in dem Kunststoffkartenkdrper 5 vor- 
zusehen, so daB beispielsweise die Leiterbahnen auf 65 
dem Kartenkorper 5 gegenuberliegend zum Chip 1 an- 
geordnet sind. Fur diesen Fall ware ein sogenanntes 
Zwei-SchuB-Verfahren zur Herstellung des thermopla- 
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stischen Kunststoffk^^ft 5 verwendbar. 

Es muB erwahni wWn, daB der Kartenkorper 5 mit 
alien Funktionen des Gehauses und der Elektrik ausge- 
stattet ist. Dies sind z. B. Versteifungen, umspritzte Tei- 
le, EMV-Schirmung, EDS-Schutz, Aufdruck von Gra- 
phik usw. In diesen Kunststoffkorper wird in die Vertie- 
fung 6 mindestens ein Chip 1 in Nacktchipmontage ein- 
gebaut. Somit ist eine sehr flache Datentragerkarte her- 
stellbar. 

MaBnahmen zur mechanischen Steifigkeit einer Da- 
tentragerkarte wurden bisher iiblicherweise durch Ver- 
steifungselernente, beispielsweise ringformige Verstei- 
fungen aus Metall, am Chipmodul vorgenommen. Dabei 
wurde insbesondere das Augenmerk auf den empfindli- 
chen Chip gerichtet. In einer erfindungsgemaBen Da- 
tentragerkarte konnen Versteifungselemente in vorteil- 
hafter Weise am Einbauplatz eines Chips 1 im Kunst- 
stoffkartenkorper 5 enthaiten sein. Diese sind nicht auf 
die lateralen AusmaBe eines Chipmodules eingegrenzt. 
Das Umspritzen von in eine Kavitat eingelegten und 
nicht aus Kunststoff bestehenden Teilen bereitet keine 
wesentlichen Probieme. 

Eine derartige Kartentragerkarte kann beispielsweise 
eine Hone 1,0 bis 1,4 mm aufweisen. Die Leiterbahnen 3 
sind vorzugsweise aus Kupfer und an den AuBenkon- 
taktierungselementen beispielsweise vergoldet. Die Ab- 
deckung des Chips 1 und der Bonddrahte 2 mit einer 
Kunststoffmasse oder einem Laminat dient dem ubli- 
chen Schutz vor mechanischem oder korrosivem An- 
griff. 

Patentanspriiche 

1. Datentragerkarte bestehend aus: 

— einem flachigen Kartenkdrper (5) aus. 
Kunststoff mit mindestens einer flachigen Ver- 
tiefung (6), 

— mindestens einem in einer Vertiefung (6) 
montierten Chip(l), 

— mehreren Leiterbahnen (3) zur elektrischen 
Verbindung eines Chips (1) mit AuBenkontakt- 
elementen, wobei der Kartenkorper (5) und 
die Leiterbahnen (3) eine forrngegossene ver- 
schaltete Vorrichtung mit dreidimensional 
ausgebildeten Leiterbahnen (3) darstellen, die 
Chips (1) auf die Leiterbahnen (3) in Nackt- 
chipmontage direkt aufgebracht und vollstan- 
dig in der Vertiefung (6) enthaiten sind, und 
zumindest die Chips (1) durch eine Abdeckung 
geschutzt sind. 

2. Datentragerkarte nach Anspruch 1, worin die 
Leiterbahnen (3) ein Bussystem zur gleichzeitigen 
Verbindung mehrerer Chips (1) darstellen. 

3. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, wobei die Leiterbahnen (3) unter 
einem Chip (1) verlaufen. 

4. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, worin die AuBenkontakte an ein 
oder zwei gegenuberliegenden Schmalseiten des 
Kartenkorpers (5) nebeneinander beabstandet po- 
sitioniert sind. 

5. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, worin die Abdeckung zum Schutz 
vor chemischen und physikalischen Belastungen 
mittels eines zumindest die Vertiefung (6) uberdek- 
kenden Deckels geschieht 

6. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, worin die dreidimensional ausge- 
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5 

bildeten Leiterbahnen (3) 
verfahrens auf einem th< 



Js eines HeiBprage- 
blastischen Karten- 


kdrper (5) aufgebracht sind. 

7. Datentragerkarte nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, worin der Kartenkorper (5) im Be- 5 
reich der Vertiefung (6) ein Versteifungselemem 
aufweist. 

8. Datentragerkarte nach Anspruch 7, worin das 
Versteifungselemem ringformig ausgebildet und 
vollstandig vom Kunststoff des Kartenkorpers (5) 10 
umgeben ist. 

9. Verfahren zur Hersteilung einer Datentragerkar- 
te nach einem der Anspriiche 1 bis 8, worin ein aus 
einem thermoplastischem Kunststoff bestehender 
spritzgegossener Kartenkorper (5) mit dreidimen* 15 
sional darauf ausgebildeten Leiterbahnen (3) her- 
gestellt wird, mindestens ein Chip (1) in einer im 
Kartenkorper (s)vorgesehenen Vertiefung mecha- 
nisch befestigt und elektrisch mit den Leiterbahnen 
(3) verbunden wird und zumindest der Chip (1) mit 20 
einer Schutzschicht abgedeckt wird. 
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